北京市第二十一届印刷行业职业技能大赛

印品整饰工复赛理论知识复习题

一、单项选择题（120题）

覆膜的作用是（   A   ）。

A.保护印刷品表面
B.便于收藏

C.防伪

D.使用方便  

常用的覆膜方法有（    C   ）覆膜。

A.BOPP膜


B.PET膜


C.预涂膜
D.塑料薄膜

预涂膜的优点不包括（   C  ）。

A.无溶剂


B.黏合性能优异

C.烘干迅速

D.成本

覆膜时，采用热熔型粘合剂，这种方法是(   C   )。

A.干式覆膜        B.湿式覆膜       C.预涂膜覆膜       D.复合覆膜

覆膜速度最快的方式为（C） 。

A.湿式覆膜        B.干式覆膜        C.预涂覆膜        D.裱纸

预涂覆膜使用(  B   )粘合剂。

A.溶剂型

B.热熔型

C.热固型

D.水溶型

湿式覆膜使用（   A   ）粘合剂。

A.水溶性

B.溶剂型

C.热熔型

D.无水型

湿式覆膜用黏合剂一般采用（  B   ）。                            

A.热固性黏合剂

B.水溶性黏合剂

C.热熔型黏合剂

D.无溶剂型黏合剂

干式覆膜时间应掌握在（  C  ）

A.墨层完全干燥晶化后

B.印后即可

C.墨层基本干燥后

D.随时均可

预涂覆膜的优点不包括（C） 。

A.工艺简单

B.黏合性能优异

C.使用水性黏合剂，环保

D.无溶剂挥发

印刷品喷粉多，覆膜粘接（   B  ） 。

A.牢固

B.不牢固

C.美观

D.无影响

检验覆膜产品质量，采用的方法不包括（D） 。

A.撕揭法

B.水浸法

C.拉力测试法

D.观察法

揭开覆膜产品的薄膜，（  B  ），这样的覆膜产品是不合格品。

A.印刷品表面美观



B.油墨纸毛未粘在薄膜上 

C.粘合剂粘在印刷品表面


D.粘合剂粘在薄膜上

覆膜机中的主要工作过程是放卷→输入→压合→收卷，这种覆膜机是(   C   )覆膜机。

A.干式


B.湿式


C.预涂膜


D.复合

国内覆膜用塑料薄膜有12µm和（   C  ）。

A. 5µm


B. 10µm


C. 15µm


D. 30µm
覆膜用的BOPP是（   A   ）。

A.双向拉伸聚丙烯

B.双向拉伸聚乙烯

C.聚氯乙烯

D.聚酯

覆膜用的PET是（   D   ）薄膜。

A.硝酸纤维



B.醋酸纤维



C.纤维树脂

D.聚酯

如果需要印刷品表面有一层厚度2微米左右的保护层，一般是采用(   B   )方法工艺方法实现。

A.覆膜

B.上光

C.烫印

D.压凹凸

覆膜用塑料薄膜常用的表面处理方法有（   A    ）。

A.电晕处理

B.表面清洗

C.去除静电

D.软化处理

印刷品墨层厚，覆膜粘接(   B   ) 。

A.牢固


B.不牢固

C.美观


D.无影响

覆膜用薄膜进行表面处理是为了（   A   ）。

A.容易涂布粘合剂

B.减少薄膜润湿性

C.减少薄膜变形

D.减少表面张力

覆膜用黏合剂中溶剂的主要作用不包括 (   B   )  。               

A.降低黏合剂的黏度

B.提高黏合剂的表面张力

C.增加润湿性

D.提高流变性

覆膜生产过程调节的工艺参数不包括（  B  ） 。

A.温度

B.湿度

C.压力

D.速度

对覆膜用塑料薄膜的性能要求不包括（  A  ） 。

A.厚度大

B.透明度高

C.耐光性好

D.表面张力大

电晕后的塑料薄膜表面张力应达到(   B  )。

A.15mN/m

B.40mN/m

C.65mN/m

D.10mN/m

覆膜产品黏合层厚度应当控制在（   A   ）

A.5～8µm

B. 10～18µm

C. 10～20µm

D. 20～35µm


以下描述错误的是（  A  ）

A.聚酯薄膜所带静电低，不需要进行静电消除处理   

B.聚乙烯薄膜是无色无味无毒的材料  

C.双向拉伸薄膜是覆膜应用最广泛的薄膜材料       

D.薄膜贮存时间越长，电晕处理效果越差

覆膜用塑料薄膜的保存条件是（  A  ）

A.防干防潮防尘                    B.放在阳光充足的地方保存  

C.超过保存期限并不影响使用效果    D.适合贮存在湿度较大的地方

（  B  ）不是纸盒成盒方法。

A.冒锁合

B.冒钉封

C.冒粘结

D.冒折叠

压凹凸图文轮廓不清的原因是（  A  ）。

A.装版时垫版不实

B.压力过大

C.温度过高

D.速度过快

（  C  ）不是压凹凸图文轮廓不清的原因。

A.装版时垫版不实

B.压印机精度差

C.温度过高

D.凸版磨损

压凹凸图文套印不准的原因是（  B  ）。

A.纸张受润湿液影响

B.印版版框位移

C.速度过快

D.压力过大

压凹凸纸张压破的原因是（  D  ）。

A.时间过长

B.温度过高

C.速度过快

D.压力过大

凹凸压印中，凸版的材料不包括（  C  ）。

A.石膏


B.金属

C.聚酯


D.树脂

凹版的雕刻深度需根据纸张承受压力程度到不破为宜， 一般深度控制在版厚（  C  ）左右。 

A.10%    B.30%    C.50%    D.70%

当前压凹凸工艺所用的底板有压印机的底板是（  D  ）。   

A.塑胶底板

B.金属底板

C.树脂底板

D.石膏底板

糊盒时，胶水完全干燥后，撕开粘口纸边，（  A  ）为合格。

能将其中一面纸张撕下

B.断裂

C.不能撕断

D.用力撕断

根据压痕线将纸盒弯曲一定角度，再返回到原来的形状，是由糊盒机的（  B  ）装置完成。

输纸        B.预折        C.上胶        D.检测

糊盒机上胶装置是通过（  B  ）或喷胶装置给纸盒黏合部上胶，完成黏合。

A.刷子

B.胶盘

C.胶盒

D.胶囊

糊盒部位表面处理的方法主要有。（  B  ）

光化学技术

B.低温等离子烫技术

C.火焰处理技术

D.清洗技术

糊盒压力的调节主要是对（  C  ）压力的调节。

压轮

B.导杆

C.加压皮带

D.传送带

糊盒机不包括（   D   ）。

A.输纸装置           B.预折装置         C.上胶装置         D.前规

机器糊盒不包括（   D   ）。

A.糊单边           B.糊四角           C.糊双边           D.糊提手

（   C  ）不是糊盒歪斜的原因。

A.模切版精度不高     B.压力过大      C.纸板吸湿变形      D.粘口对位不准

模压版上的橡皮条用于(   B   )。

A.缓冲

B.防夹刀

C.防移动

D.美观

模切压痕版中，橡皮条粘在(  A    )。

A.模切刀两侧      B.压痕线两侧    C.模切刀刃口处    D.压痕线刃口处

模切压痕版中，打点在(  C    )。

A.模切刀两侧    B.压痕线两侧    C.模切刀刃口处    D.压痕线刃口处

模切垫版的作用是(  B   )。                                 

A.调节模切版左右位置  

B.调节模切压力  

C.调整模切版上下位置  

D.调整模切版上下位置 

钢刀常用高度为(   D   ) 。

A.23      B. 22        C.24       D.23.8

模切版粘橡胶条的作用是(  C   )  。

增加模切版的弹性  B.缓冲减震  C.防止产品夹刀  D.增加压力

钢线的高度略低于钢刀高度，通常为(  C  ) mm。

A.22～23  B.21～22   C.22～23.8  D.22.5～23

压痕模的规格为A×B，前面和后面的数字分别对应(   A    )。          

A.压痕模厚度、压痕模槽宽     B.压痕模槽宽、压痕模厚度  

C.压痕模高度、压痕模槽宽     D.压痕模厚度、压痕模高宽

模切所用的衬空材料中应用比较广泛，操作方便的是(  A  )   。       

A.木板衬空材料   B.纤维衬空材料   

C.钢制衬空材料   D.铝制衬空材料

使用胶合木板作为衬空材料时，木板厚度一般为（   D   ）mm左右 。      

A.15         B.16         C.17         D.18
激光切割排版衬空材料一般用（   C    ）。

A.木块      B.铅块       C.胶合木板       D.纤维塑胶板

以下模切压痕排刀工艺中精度最高的为(   C    ) 。                

A.手工排刀    B.机械排刀   C.激光排刀    D.高压水喷射切割排刀

模切版上粘橡胶条应高出刀口 (   D   )为宜，硬橡胶条高出少一些，软橡胶可高出多一些。        

A.1-2mm     B.2-3mm      C.3-4mm     D.3-5mm

模切PVC塑料片宜选用(  A   ) 钢刀。              

A.硬性     B.中性     C.软性   D.弹性

压痕模厚度常用为(   C  ) mm。                   

A.0.2-0.3    B .0.1-0.2   C.0.3-1.0    D.0.3-1.2

模切压痕打样机加工的切割精度可达到(  A  )mm。            

A.0.02     B.0.01    C.0.03     D.0.05

模切压痕适用模切刀具和压痕刀具，所以模切压痕的排版也称为(   B   ) 。 

A.排版     B.排刀    C.排线     D.摆板

联机模切压痕采用（   B   ）定位。    

A.前规         B.套准标记          C.拉规          D.推规

联机平压平模切压痕时，联机模切压痕机构运动为(   D   )，输纸运动为连续运动。  

A.连续运动      B.转动      C.摆动     D.间歇运动

下列哪种模切压痕机(   D   )适用于大批量生产，特别适用于与印刷机联线自动生产。

A.平压平模切压痕机        B.卧式模切压痕机 

C.立式模切压痕机          D.圆压圆模切压痕机

造成模切刀痕不光洁的原因不包括(   D   )。              

A.钢刀刃口不锋利

B.压力不足

C.刀版松动

D.速度快

模切、压痕后压痕线不规则的原因不包括（D）

A.压痕槽太宽  B.钢线垫纸厚度不足    C.钢线松动     D.速度过大

模切压痕版平衡刀安装在模切压痕版（  A  ）

A.空白处

B.模切刀密集处

C.压痕线密集处

D.任意位置

在UV光油中的（  C  ）含量虽少，但对光油的光固化性能却起决定性作用。

 A.感光树脂


B.活性稀释剂

C.光引发剂

D.助剂

质量优良的水性上光油应该是（  D  ）的产品。

A.低黏度.低固含量



B.低黏度.高固含量
C.高黏度.低固含量



D.高黏度高固含量

上光油的组成不包括 ( C )。

A.主剂

B.助剂

C.粘合剂
D.溶剂

在UV光油中的 （  C  ）含量虽少，但对光油的光固化性能却起决定性作用。

A.感光树脂  B.活性稀释剂    C.光引发剂      D.助剂

上光中最常用的涂布方法为（B）。 

A.气刀涂布     B.三辊涂布     C.刮刀涂布     D.拖刀涂布

上光干燥最佳的干燥方法为（  D  ）。

A.热风干燥     B.红外线干燥    C.紫外线干燥    D.热风与红外新加热相结合

红外线干燥的优点不包括（B）。

A.干燥迅速     B.急速固化     C.成本低     D.不危害人体健康

UV上光的特点不包括（D）。

A.光泽度高     B.耐磨损     C.干燥迅速     D.有毒性

纸张表面产生“花脸”、“麻点”等现象是墨膜在纸张表面产生（  A  ）现象。

A.晶化     B.砂眼     C.凝结     D.粘墨

UV上光先打底油的作用是增加黏性及附着力和（  C  ）。

A.增加光泽     B.防止粘连    C.增白效果    D. 增加光泽度

上光涂料的表面张力值大于印品表面油墨层的表面张力值时，涂布后的上光涂料层会产生收缩，出现（  D  ）。

A.晶化          B.气泡         C.凝结          D. 砂眼

UV上光后电化铝烫印不上的原因分析错误的是（A）。

A. 纸张粗糙，平滑度差                  B. 烫电化铝的温度、压力不合适 

C. 油墨表面不干，影响光油底层固化      D. 光油中硅、蜡等滑爽放黏成分较多，影响电化铝附着 

UV上光涂料的缺点不包括（   D   ）。

A.曲面上光效率较差         B.产生臭氧         C.价格偏高         D.不使用溶剂

通常电化铝箔的组成结构由里向外是（   B   ）。

A.片基层→染色层→隔离层→镀铝层→胶粘层 

B.片基层→隔离层→染色层→镀铝层→胶粘层

C.片基层→隔离层→镀铝层→染色层→胶粘层 

D.片基层→镀铝层→染色层→隔离层→胶粘层

电化铝箔的铝层采用（   A   ）。

A.真空镀铝  B.压延薄铝片  C.铝粉  D.薄片与粘合剂

烫印时，反拉被拉走的铝箔(   B   )。

A.损坏   B.表面有墨   C.表面无墨   D.变黑

 (  C   )不是电化铝箔的组成部分。

A.隔离层   B.颜色层   C.铝板层   D.胶粘层

电化铝箔材有(   C  ) 层。

A.三   B.四   C.五   D.六

解决烫印中的反拉可采用(   C   )。

A.高强度铝箔   B.高压   C.使油墨干燥   D.高温

电化铝的名称来自(  C  ) 。

A.用电烫印  B.用电调温   C.用电熔铝  D.用电调压

电化铝烫印工艺中，镀铝层是靠(   A  )附着在承印物上。

A.粘合剂  B.铝层与承印物吸附力  C.在温度和压力作用下铝层熔化  D.静电力和扩散力

造成烫印反拉的原因是（  D    ）。

A.烫印温度低  B.烫印压力小  C.烫印速度慢  D.印刷品表面油墨未干

电化铝烫印的主要工艺参数主要有（  B    ）。

A.烫印机型号  B.烫印速度  C.烫印幅面  D.烫印材料

烫印工艺的压力（    B    ）。

A.比胶印压力小  B.比胶印压力大  C.与胶印压力相同  D.无压力

电化铝箔烫印对印刷品起到了很好的（  B ）作用。

A.保护  B.装饰  C.增加使用价值  D.使用方便

电化铝箔的染色层除具有表现颜色外，还具有（   A   ）功能。

A.防氧化  B.易与片基层剥离  C.增加结合力  D.具有高反射率

电化铝箔靠（  C   ）附着在印刷品表面。

A.温度  B.压力  C.粘合剂  D.速度

承印物大部分面积上都有图文，并且全部需要烫印，宜采用（   A   ）工艺。

A.一次烫印  B.多条烫印  C.多次烫印  D.循环烫印

承印物表面几块面积上的图文需要烫印，宜采用（  B   ）工艺。

A.一次烫印  B.多条烫印  C.多次烫印  D.循环烫印

烫印温度过低，会出现（   A   ）。

A.烫印不上  B.花白  C.变成红蓝色  D.光亮度降低

在已经印刷过的墨层表面烫印电化铝箔，（   B   ）

不能烫印  B.待墨层干燥后烫印  C.只能烫金银色  D.只能烫油墨颜色

印刷品的深色墨层比淡色墨层（   C    ）烫印。

容易       B.很难        C.较难        D.较容易

需要覆膜加工的烫印，应先覆膜后烫印，不是由于（   A  ）。

A.附着牢固  B.与粘合剂反应  C.影响光泽度  D.电化铝箔不易粘胶

冷烫印不需要（   C   ）。

A.压力

B.粘合剂

C.温度

D.承印物

反拉与烫印不上区别是（  A    ）。

A.电化铝箔片基上留有墨迹  B.电化铝箔发黑  C.电化铝箔发花  D.光亮不足

在整个烫印过程中存在着三个方面的力，以下哪一个不是 ( D )。

A.电化铝从基膜层上剥离下来时产生的剥离力 

B.电化铝与承印物之间粘结在一起的粘结力  

C.承印物（如印刷品墨层.白纸）表面的固着力 

D.承印物与油墨之间产生的剥离力                   

烫印电化铝箔不同于一般的叠色印刷，它在烫印过程中存在着剥离力，这种剥离力要比油墨印刷时产生的分离力( A )。    

A.大得多    B.小得多   C.相接近      D.无法比                

电化铝箔的（  C  ）的主要作用是利用了铝的高反射性，能较好地反射光线，使染色层的颜色更加耀眼。

A.片基层

B.隔离层

C.镀铝层

D.胶黏层

避免烫印不上或烫印不牢故障发生的措施是(  C  )。

A.降低温度

B.降低压力

C.提高温度

D.提高速度

（  B  ）不是导致烫印不上或烫印不牢的主要原因。

A.烫印温度不够




B.烫印压力大   

C.印品底色墨层晶化



D.电化铝箔型号不对

（  D  ）不是导致烫印后露底的主要原因。

A.被烫物花纹过深



B.烫印压力过轻

C.烫印温度太低




D. 烫印温度过高

在烫印压力较小，机速快，底色墨层较厚的情况下，烫印温度可( C ) 。

A.较大提高      B.不做调整     C.适当提高      D.适当降低

烫金时加压是为了保证电化铝箔上的镀铝层能粘附在被烫印材料的表面，同时要对烫印部位的电化铝箔进行 ( C )。

A.保护      B.清废        C.剪切        D.清洁

烫印版是用(  C  )腐蚀而成，特点是传热性好，不易变形耐压，耐磨。

A.铝版或铅版    B.铅版或钢版     C.铜版或锌版     D.锌版或铝版

通常烫印版的装版流程为：（  A  ）

A.烫印前的准备工作→装版与调节→工艺参数的确定→试烫→签样→正式烫印。

B.烫印前的准备工作→工艺参数的确定→装版与调节→试烫→签样→正式烫印。

C.烫印前的准备工作→装版与调节→试烫→工艺参数的确定→签样→正式烫印。

D.烫印前的准备工作→工艺参数的确定→装版与调节→试烫→正式烫印→签样。

(  D  )不是冷烫印的优点。

A.制版成本低




B.烫印精度高        

C.烫印的图文面积大



D.电化铝箔颜色少

冷烫金工艺通常采用(  B  )加工形式。 

A.平压平

B.圆压圆

C.圆压平

D.与普通烫金相同

冷烫金就是在温度为(  A  )的环境下进行烫金的方法。

A. 常温


B.很低


C.比较高


D.比较低

下列 (  D  )不属于烫印工艺。

A.全息烫印      B.立体烫印        C.冷烫印        D.扫金

导致全息定位烫印图文套印不准的原因不包括(  B  )。

A.图文无规律移动      B.图文颜色过深        

C.电脑程序不稳定      D.承印材料受热变形

立体烫印时，烫印温度过高会使 (  C  )，不能与底模精确配合，导致烫印不良。

A.烫印版损坏



B.烫印图文变色        

C.烫印版膨胀过多


D.压坏底模

不是导致烫印不上或烫印不牢的主要原因。

A.烫印温度过高



B.印品表面喷粉太多 

C.印品底色墨层太厚


D.烫印压力不够

烫印电化铝所需的烫印压力与一般印刷的压力相比，（  B  ）的表述是正确的。

A.两者一样大            B.前者比后者大       C.前者比后者小          D无法比较

二、多项选择题（60题）

压凹凸图文轮廓不清的原因是（   ABC   ）。

A.承印物厚薄不均  B.双张  C.多张  D.压力过大

压凹凸图文轮廓不清的原因是（  ABCD  ）。

A.压力过小    B.石膏层分布不匀  C.机器精度差  D.石膏版压缩变形  E.温度过低

凹凸压印中，凹版的制作方法通常采用（  ABC  ）。

A.电子雕刻法   B.激光雕刻法    C.腐蚀法   D.火焰烧蚀法

压痕模的主要种类有粘贴压痕模、（  ABD   ）。         

A.石膏模       B.纤维板模        C.铝质模        D.钢质模

覆膜的方法有（  ABD   ）。

    A.干式覆膜  B.湿式覆膜  C.无水覆膜  D.预涂覆膜

预涂覆膜的优点为（  ABCE   ）。

    A.工艺简单      B.黏合性能优异      C.使用水性粘合剂，环保   D.无溶剂挥发  E.表面透明度高

覆膜产品的黏合强度取决于（  ABC    ）实现纸塑合一。

    A.吸附作用  B.静电作用  C.扩散作用  D.毛细作用

覆膜常用粘合剂有（  ABCD ）             

    A.溶剂型  B.醇溶性  C.水溶性  D.无溶剂型

覆膜出现黏合不好故障原因包括（ABD）。


A.黏合剂选择不当  B.印刷品表面喷粉  C.压力偏大  D.印刷品墨层过厚

对覆膜用塑料薄膜的性能要求是（   BCD   ）。

    A.厚度大  B.透明度高  C.耐光性好  D.表面张力大

覆膜常用塑料薄膜包括（  ABCD   ）。

    A.聚丙烯薄膜PP  B.聚氯乙烯薄膜PVC  C.聚乙烯薄膜PE  D.聚酯薄膜PET

覆膜时，产品透明度差的原因是（  ABC  ）。


A.黏合剂不清凉   B.车间湿度大   C.纸张受潮严重    D.辊筒温度低

覆膜产品的特点有：（  ACD ）  。 


A.表面平滑光亮  B.环保污染小 C.图文颜色鲜艳  D.防水防污

覆膜能起到（ABC）作用。


A.光泽  B.耐磨  C.耐腐蚀  D.环保

覆膜产品的黏合强度取决于（  ABC    ）实现纸塑合一。


A.吸附作用

B.静电作用

C.扩散作用

D.毛细作用

覆膜常用塑料薄膜包括（  ABCD   ）。


A.聚丙烯薄膜PP  B.聚氯乙烯薄膜PVC  C.聚乙烯薄膜PE  D.聚酯薄膜PET

BOPP薄膜的优点是（   ABC   ）。


A.机械强度高  B.气密性好    C.防潮阻隔性好  D.易伸长

PET薄膜的优点是（   ABCDE   ）。


A.机械强度大  B.耐热性好    C.耐油耐酸性好  D.良好的气味阻隔性  E.透明度好  

预涂型覆膜机主要由（  ABDE）组成。


A.进卷装置  B.涂布装置  C.干燥装置  D.复合装置  E.收卷装置  F.印刷品输入装置

覆膜产品的质量要求包含（   ABCDE   ）方面。


A.印刷品图案颜色保持不变  B.纸和薄膜不易分开  C.产品无气泡和折皱  


D.产品无卷曲  E.不出现出膜和亏膜

覆膜时，纸张起皱的原因是（   ABCDE   ）。


A.纸张受潮  B.车间温度过高  C.压力不均匀   D.导向辊间隙不等  E.纸张前进方向与导向辊不垂直

覆膜产品表面起泡的原因是（   ABCDE   ）。


A.纸张含水率高  B.纸张掉粉  C.油墨过厚或不干  D.油墨中快干剂过多  E.胶层过薄或太厚

影响覆膜产品质量的主要因素包括（ABCDE）。


A.印刷承印物  B.油墨  C.黏合剂  D.环境温湿度  E.印刷工艺

糊盒歪斜的原因是（  ACD    ）。

模切版精度不高  B.压力过大  C.纸板吸湿变形  D.粘口对位不准

糊盒粘合不牢的原因是（   ABCD     ）。

A.粘合剂粘度低  B.粘合剂涂布量不足  C.粘合剂与纸盒材料不匹配  D.加压时间不足

造成糊盒产品爆线的原因有（   ABC    ）。                     

A.模切单边   B.成型刀压到了痕线  C.预折器调节位置不佳     D.车间湿度太大  

模切、压痕机一般采用（   ABC   ）调节模切压痕位置。

A.前规  B.套准标记  C.拉规  D.推规

造成模切刀痕不光洁的原因主要有（  ABC    ）。

A.钢刀刃口不锋利  B.压力不足  C.刀版松动  D.速度快

压痕不清晰的原因主要有（  AC    ）。

A.压力不足  B.钢刀刃口不锋利  C.纸张纵横向影响  D.速度快

模切压痕模切刃口不光洁的原因是（ ABD  ）。

A.钢刀质量不良  B.钢刀磨损严重  C.压力过大  D.钢刀处垫纸处理不当

模切压痕模爆线产生的原因是（ ABC  ）。

A.钢线垫纸过低或过高  B.压力过大或过小  C.纸张含水率低  D.温度过高

钢线形状主要有（ABCD）、尖头线。               

A.单头线    B.双头线    C.圆头线     D.平头线， 

钢刀刃口形状主要有平直形刃口和（ACD）。            

A.齿形刃口   B.弯型刃口    C.波浪形刃口   D.针孔形刃口

模切机按压印方式可分为（BCD）。                  

A.平压圆     B.平压平   C.圆压平   D.圆压圆

瓦楞芯纸的瓦楞形状常见的有（ABC）型。              

A.U型    B.V型     C.UV型   D.E型

模切压痕打样机有（ACD） 三种刀具。                  

A.压轮    B.钢线   C.切刀   D.划线笔

UV光油的主要成分是：（ABCD）。

A.感光树脂   B.光引发剂   C.活性稀释剂    D.助剂

上光干燥主要采用（  ABC    ）等方法

A.热风干燥  B.红外线干燥  C.紫外线干燥  D.燃气干燥

上光产品电化铝烫不上的解决办法有（  BC   ）。

A.增大涂布量  B.选用可烫电化铝的专用光油  C.调整烫印的温度压力  D.上底胶

水性上光光泽不好，亮度差的原因是（    ABCDE    ）。

A.纸质太粗  B.上光油涂层太薄  C.上光油固含量不足  D.印刷品油墨未干  E.上光油质量差

影响压光质量的工艺因素包括（ABD）。                      

A.压光温度    B.压光的压力    C.干燥时间    D.压光速度(固化时间)

电化铝箔烫印工艺参数包括（   ABC   ）。

A.烫印温度  B.烫印压力  C.烫印速度  D.烫印频率

需要覆膜加工的烫印，应先覆膜后烫印，是由于（  BC  ）。

A.附着牢固  B.防止油墨与黏合剂反应  C.覆膜后影响光泽度  D.成本低

电化铝烫印不上是由于（   ABCD   ）。

A.烫印温度过低  B.烫印压力小  C.底色干燥过度  D.喷粉太多

烫印的图文发虚、发晕的原因为（    AC    ）。

A.烫印温度过高  B.烫印温度过低  C.电化铝箔焦化  D.烫印压力大

烫印图文印迹不齐的原因是（  ABCD  ）。

A.印版压力不匀  B.印版压力过大  C.压印机构垫贴不合适  D.烫印温度过高

烫印糊版的原因是（   AB   ）。

A.烫印温度过高  B.烫印版制作不良  C.烫印温度过低  D.烫印压力过小

烫印图文印迹不完整的原因是（  ABCD  ）。

A.电化铝箔裁切和输送偏差    B.电化铝箔输送速度与紧度不合适 

C.印版移动或衬垫物移位      D.印版损坏或变形

造成烫印反拉的原因有（  AB   ）。

A.印品墨层未干  B.上光油与纸张表面结合不牢  C.烫印压力小  D.喷粉太多

烫印后印迹脱落的原因是（  ACDE  ）。

A.烫印箔与承印材料不符  B.速度过快  C.温度过低  D.压力过小  E.喷粉过多

烫印后露底的原因是（ BC  ）。

A.烫印速度快  B.压力小  C.温度低  D.被烫物花纹过深

烫印装置主要包括（ABCD）。      

A.电热板       B.烫印版     C.压印版     D.底板      

烫印温度的确定，应根据电化铝箔、烫印压力、烫印面积、（BCD）等情况综合考虑。           

A.底色墨层的粘度     B.底色墨层的厚度     C.烫印速度    D.图文结构

烫印图文印迹不完整的原因是(AB)。               

A.电化铝箔裁切和输送偏差    B.电化铝箔输送速度与紧度不合适   

C.温度高                    D.速度快

烫印不上的主要原因有(ACD)。               

A.烫印温度低     B.烫印压力大   

C.底色墨层晶化   D.电化铝箔型号不对

常见烫印材料包括 (ABCD)。               

A.金属箔     B.粉箔     C.电化箔     D.色片

电化铝的组成部分是 (ABD)。               

A.隔离层     B.颜色层     C.铝板层     D.胶黏层

在整个烫印过程中存在着三个方面的力，包括(ABC)。               

A.电化铝从基膜层上剥离下来时产生的剥离力    

B.电化铝与承印物之间黏结在一起的黏结力

C.承印物（如印刷品墨层、白纸）表面的固着力    

D.承印物与油墨之间产生的剥离力

导致图文印迹不齐整的原因主要有三个，包括(ABD)。               

A.烫印版压力不匀、压力过大     B.压印机构垫贴不合适     

C.烫印速度过慢                 D.烫印温度过高

电化铝箔的染色层的主要作用是(AB)。               

A.显示颜色     B.保护烫印在物品表面的镀铝层图文不被氧化     

C.不易蹭脏     D.不会粘连

三、判断题（120题）

上光干燥方式只有红外线干燥和紫外线干燥两种。（  ×  ）

上光干燥方式主要采用热风干燥、红外线干燥、紫外线干燥等方法。（  √  ）

要防止UV上光后产品发生粘连，必须控制上光油图层的厚度。(  √  )
为达到固化和上光要求，压光速度越快越好。（  ×  ）

印刷品表面平滑度低容易造成上光后的印品光泽度不够。（  √  ）

凹凸压印工艺与模切压痕工艺和烫印工艺可以在同一台机器上进行（ √ ）。

塑料高分子凸模虽然制作快速.方便，但是耐印力没有石膏版好。（  ×  ）

平压平式压印机压印产品轮廓层次丰富，但效率低。(  √  )
预涂膜覆膜可采用热溶剂型黏合剂，生产效率高，使用方便。(  √  )
电晕处理的薄膜有利于黏合剂均匀涂布。（√）

PP薄膜进过电晕处理后，能贮存很长时间，不会影响黏合牢度。（×）

覆膜用薄膜的透光率都应该在90%以上。(  √  )
用测定液检验塑料薄膜电晕表面处理效果时，若试液在2s内不发生水珠状收缩，表明电晕处理强度不足。（ × ）

提高覆膜机速度的同时，烘道温度、压合温度应相应提高，辊筒压力不变。(×)

预涂型覆膜机适用范围宽，但是需要上胶和干燥设备。(  ×  )
覆膜时若印刷品出现静电则说明相对湿度过高。（×）

覆膜产品纸张掉粉会出现表面起泡的情况。（√）

覆膜时出现塑料薄膜断裂是因为上膜阻力大。(  √  )
辊筒温度过高，压力过大都会使覆膜产品出现卷曲。（√）

覆膜产品表层泛白的原因是车间温度过低。(×)

塑料薄膜表面张力值偏大，不易被粘合剂润湿。(×)

BOPP薄膜使用前不需要经过电晕处理。（×）

覆膜用薄膜进行表面处理是由于增加表面张力，增加吸附能力（√）。

塑料薄膜表面处理使用最广泛的是电晕放电处理法。(  √   )

经电晕处理的薄膜有一个有效期，处理程度会随存放时间的延长而减弱。   （  √    ）  

覆膜前，BOPP薄膜表面要经过处理，表面张力应达到（3.8～4.0）×10-2 N/m（  √  ）。

折叠纸盒开盒性能是指纸盒在粘接、压平状态下，沿折叠线的垂直方向施加一定的推力，使纸盒张开成型的性能。(  √   )

粘合剂的辅助材料如防老化剂、稳定剂抗氧化剂等可以延长粘合寿命。(   √  )

按纸盒的结构及封口形式分，有折叠式纸盒、摇盖式纸盒、扣盖式纸盒、抽屉式纸盒等。（  √  ）

磨边适用于经过UV上光和覆膜的纸盒。（  √  ）

表面只要是水性上光，采用任何胶水糊盒都不会脱胶。（  ×  ）

预折角度的大小和纸盒的开合力有直接关系。（  √  ）

糊盒胶水的组成中，含有非极性基团的物质是理想的胶料。（  ×  ）

根据不同的模切需要，钢刀有平直形刃口、齿形刃口、针形刃口、波浪形刃口和其他形状的刃口。(  √  )
钢刀材料分为硬性、中硬性和软性三种，可根据需要灵活选用。（√）

选择模切钢线厚度的标准是：模切钢线厚度小于纸张厚度。（  ×  ）

钢刀要求具有良好的耐磨性、弯曲方便等特性，钢线则不需要。（×）

选择模切钢线厚度的标准是：模切钢线厚度大于纸张厚度。（√）

选择模切钢线高度的标准：钢线高度＝模切刀高度（固定）- 纸张厚度。（√）

模切压痕排版时，不能使用胶合木板作衬空材料的方法是激光排版。(  ×  )
模切压痕工艺不能用于塑料、皮革制品的模切和压痕。（×）

粘贴压痕模的厚度与压痕产品无关。（×）

压痕时，纸张纵向的伸缩性大，对压痕位置的精确程度应作适当调整。（√）

平压平型模切压痕机有立式和卧式两种。（√）

模切压痕机排废装置能去除模切压痕产品的所有废纸边。（×）

压痕模的厚度一般与压痕物品的厚度相等。（√）

平压平模切压痕机印刷机可以组成联动机（  √  ）。

纸张纤维排列与模切压痕的钢刀、钢线相平行，模切时容易断裂，压痕时线痕不够理想。(  √  )
模切、压痕质量与糊盒质量无关。（  ×  ）

纸盒爆线是指压、折痕处出现破损的现象（  √  ）。

模切压痕承印物虽不同，选择压痕模的规格相同。(×)

模切压痕制版中选用较硬的橡胶条可解决“抢纸”现象。(√)

在模切压痕过程中，钢刀与钢线距离较小时，会出现“抢纸”现象。(  √  )
避免多个相邻狭窄废边的联结，应减小其连接部分，以便于清废。（  ×  ）

模切压痕时，防止出现连续的多个尖角，对无功能性要求的尖角，可改成圆角。(√)

模切压痕生产中，纸板厚度可以不同，模切刀与压痕线需要垫纸厚度相同。(×)

垫版操作是使用0.05mm厚的垫纸板粘贴在模切版底部，对模切刀的高度进行补偿。（√） 

开连接点使用专门的刀线打孔机即砂轮磨削。（√）

连接点就是在模切刀刃口部开一定宽度的小口，确保在模切后废品边仍有局部连接在整个印张上而不会散开，以便于下一步走纸顺畅。（√）

在版面压力调整好以后，应将模压版固定好，以防模压中错位。（√）

模切压痕使用两种刀具，分别是模切刀具和压痕刀具。（√）     

模切压痕版的种类主要有两种：平式模压版和圆式模压版。（√）

连接点的常用宽度为0.1mm。 (  ×  )
模切压痕制版中选用较软的橡胶条可解决“抢纸”现象。（×）

模压版上的橡皮条用于防移动。（√） 

模切压痕版中，橡皮条粘在压痕线两侧。(  ×  ) 

整体式模压版用在圆压圆模压机上。（√）  

联机模切压痕采用前规定位。（×）

模切垫版的作用是调节模切版左右位置。（×）

钢刀的厚度一般要根据压痕纸张厚度选定，常用厚度为1.5点。（×）

压痕模的规格为A×B，前面和后面的数字分别对应压痕模槽宽、压痕模厚度。（×）

模切长度小于最大模切长度95%时，必须在模切版空白处加装模切版平衡刀。（√）

模切压痕机清废功能可以用手排清废针和清废工具两种形式实现。（√）

纸张纤维排列方向对模切压痕没有影响。（×）

在模切版上只在有模切刀的位置才放海绵条，其他区域没必要布置海绵胶条。（×）

烫金可分为金属烫金、电化铝烫金和粉箔烫金。（√）

烫金根据所用材料不同，可分为金箔烫金、银箔烫金、铜箔烫金、铝箔烫金、粉箔烫金、电化铝烫金。(  √  )
烫金根据烫金温度可分为冷烫金工艺和热烫工艺。(  √  )
烫印方式中，最常用的是电化铝烫印（√）。

烫金根据效果可分为平面烫金、立体烫金和全息烫。（√）

电化铝烫印是以电化铝箔通过热压转印到印刷品或其他物品表面上特殊工艺。（√）

与印金、印银相比，烫金使用的电化铝箔化学性质不稳定，长时间与空气接触会发生氧化反应，易变暗、变黑，影响产品外观效果。（×）

与印金、印银相比，烫金使用的电化铝箔化学性质稳定，可以长时间接触空气不变色、不变暗，能较长久的保持金属光泽。(  √  ) 
烫印能够表现产品包装的个性化，而且安全环保。（√）

金箔烫印是将金延展成薄的箔片，用粘合剂粘贴到印刷品表面（√）。

常用的电化铝箔由片基层、隔离层、染色层、镀铝层、胶黏层构成。(  √  )
常用的电化铝箔由染色层、镀铝层、胶黏层三部分构成。（×）

电化铝箔最大的缺点是容易氧化而发黑（×）。

烫金机根据自动化程度不同，可分为手动烫金机、半自动烫金机和自动烫金机。（√）

平压平烫金机的烫印装置包括电热板、烫印版、底板。（×）

圆压平烫金机主要用于高速大批量生产。（×）

通常烫印工艺流程为：烫印前的准备工作→装版与调节→工艺参数的确定→试烫→签样→正式烫印。（√）

多块烫印为一个印件有几个块面需要烫印，不能采用几条电化铝同步烫印，可采用分块每次烫印以充分利用电化铝箔。（×）

复合烫印是指两个以上横向印面有规则间距，可紧其移动1/2间距复合套印，充分利用电化铝箔。（√）

烫印版的材料一般有铜版、锌版和钢版三种。（√）

烫金主要工艺参数包括烫印温度、烫印压力及烫印速度。（√）

烫金主要工艺参数包括烫印时间、电化铝本身的性质及烫印物表面的情况。(  ×  )
电化铝箔耐高温，温度过低，金属的光亮度降低（×）。

烫印温度过高会导致印迹不完整、发花。（×）

烫印温度过低会导致印迹周围产生糊版，电化铝箔失去光泽。（×）

烫印压力过小，会产生糊版或印迹变粗的问题。（×）

烫印电化铝所需的烫印压力要比一般印刷的压力大。（√）

对烫印压力有影响的因素主要有：烫印温度、机器速度、电化铝本身的性质、被烫印物表面的情况。（√）

从烫印效果来看，以较平的压力、较高的温度和较快的机速烫印是最理想的。（×）

需要覆膜加工的烫印，应先覆膜后烫印。（√）

烫印温度过低，会使图文烫印后出现发晕、发虚现象。（×）

反拉是指烫印后电化铝箔将印刷油墨或印件上光油等拉走（√）。

烫印反拉现象是在烫印后电化铝箔片基上没有油墨痕迹（×）。

避免烫印不上或烫印不牢故障发生的措施是提高温度。（√）

避免烫印不上或烫印不牢故障发生的措施是提高速度。（×）

印刷品底色墨层晶化会导致烫印不上（或不牢）、图文发虚。（√）

印刷品表面喷粉太多会导致烫印不上（或不牢）、图文发虚。（√）

印刷品底色墨层含有蜡类物质不是导致烫印不上（或不牢）、图文发虚故障的主要原因之一。（×）

烫印温度及压力不够会导致烫印不上（或不牢）、图文发虚。（√）

反拉与烫印不上的区别是电化铝箔片基上留有墨迹。(  √  )。

全息烫印是将激光全息图烫印在承印物上（√）。

有的电化铝箔产品没有脱离层，采用与基膜粘附力较小的色层粘料，使色层既能反应颜色又起到脱离作用。（√）

冷烫印技术的优点是烫金箔的表面强度比普通烫金箔表面强度强。（×）

当烫印温度过低导致烫印不上或图文发花时，要适当调低电热底板的温度，直到烫印出合格产品位置。（×）

冷烫印采用印刷黏合剂的方法转移电化铝箔。（√）
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